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Zakres stosowania

m Do zastosowan wewnetrznych
i zewnetrznych.
m Do Scian, posadzek i sufitow.

= Do wyklejania metoda cienko- i Sre-

dniowarstwowa, we wnetrzach
i na zewnatrz budynkdw, chtonnych
i niechtonnych oktadzin ceramicz-
nych: glazury, terakoty, kamionki,
mozaiki ceramicznej, klinkieru, ptytek
ceglanych, cotto, gresu itp.

= Do stosowania na podtozach
odksztatcalnych i nieodksztatcal-
nych, jak np.: beton monolityczny,
tynki cementowe, wapienno-cemen-
towe, wapienne i gipsowe, jastrychy
i wylewki cementowe i anhydrytowe,
lastriko, ptyty kartonowo-gipsowe,
cementowo-wiéknowe, drewniane
ptyty wiérowe i ptyty OSB, zespo-
lone uszczelnienia podptytkowe (np.
PCI Lastogum®, PCI Seccoral®,
PCI Barraseal®, PCl Apoflex®,
PCI Pecilastic® W i U), stare powtoki
malarskie, stare okfadziny ptytkowe,
stare wyktadziny PVC, ogrzewania
podtogowe i $cienne, podfoza meta-
lowe we wnetrzach obiektow, ptyty
budowlane PCI Pecidur®.

= Do klejenia ptytek kamiennych nie-
wrazliwych na przebarwienia oraz

ptytek i mozaiki szklane;j.

m Do okfadzin ptytkowych w pomiesz-
czeniach suchych i mokrych (fazien-
kach, umywalniach), na balkonach,
tarasach, fasadach nieocieplonych
i ocieplonych, w zbiornikach wod-
nych, w nieckach i na plazach base-
now ptywackich.

m Do okfadzin posadzkowych narazo-
nych na wysokie obcigzenia mecha-
niczne i naprezenia wywotane zmia-
nami temperatury.

= Do wyrownujgcego szpachlowania
podtozy mineralnych w zakresie gru-
bosci 1 do 10 mm.

® Do przyklejania na podtozach beto-
nowych, murowanych i tynkowanych
ptyt styropianowych w celu obwodo-
wego ocieplenia podziemnych czesci
budynkow.

m Do przyklejania ptyt styrodurowych
i z wetny mineralne;j.

= W budownictwie mieszkanio-
wym, uzytecznosci publicznej
i przemystowym.

m |dealna zaprawa klejaca do robot
remontowych — uniwersalna, bardzo
wydajna, o optymalnych parame-
trach czasowych.
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DE0017/02
PCI Nanolight® (DE0017/02)
EN 12004:2007+A1:2012
Klej cementowy o podwyzszo-
nych parametrach, o zmniej-
szonym sptywie. z wydtuzonym
czasem otwartym, odksztatca-
Iny, do ptytek. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.
EN 12004 C2TE S1

Klasa A2-s1,d0
Klasa A2fl-s1

Reakcja

na ogien
Przyczepno$é
poczatkowa
Przyczepnosc¢
po zanurzeniu
w wodzie
Przyczepnosc¢
po starzeniu
termicznym
Przyczepnos¢
po cyklach
zamrazania

i rozmrazania

>1,0 N/mm2

>1,0 N/mm2

>1,0 N/mm2

>1,0 N/mm2

Spetnia wymagania
PN-EN 12004

C2TE

0801-11 /0098-11

A brand of

O -BASF

We create chemistry
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Witasciwosci produktu

= Odpowiada klasie C2TE S1 wg
normy PN-EN 12004.

m Doskonata urabialnosé
i konsystencja.

= Brak sptywu na powierzchniach
pionowych, nie wymaga podparcia
nawet ptytek o znacznym ciezarze
powierzchniowym.

= Mrozo- i wodoodporna.

= Bezskurczowe wigzanie w zakresie

Dane techniczne

Baza materiatowa

Sktadniki
Opakowanie

Sktadowanie
Trwato$¢ sktadowania
Konsystencja

Kolor

Paca zebata:

-4 mm

-6 mm

-8 mm

- 10 mm

Na m? i mm grubosci warstwy

Grubos¢ warstwy kleju
Temperatura aplikacji i podtoza

llos¢ wody zarobowe;j
- na 1 kg suchej mieszanki
- na worek 15 kg

Czas dojrzewania
Czas uzycia**
Czas otwarty klejenia**

Czasy utwardzania™/ <

- wchodzenie mozliwe po

- spoinowanie mozliwe po

- petne obcigzenie mozliwe po

Sptyw
Przyczepnos¢ poczagtkowa

Przyczepnos¢ po zanurzeniu
w wodzie

Przyczepnos¢ po starzeniu
termicznym

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania
— rozmrazania

Odpornos¢ termiczna
Reakcja na ogien

wykazywac odchylenie od podanych wartosci.

grubosci warstw od 1 do 10 mm.

m Wykazuje wysoka (nawet do 2 N/
mm?) przyczepnos$¢ po réznych
rodzajach starzenia, nadaje sie
na najtrudniejsze podtoza (np. meta-
lowe) oraz do najtrudniejszych okfa-
dzin (np. szklanych).

m Wysoko-elastyczna (S1) — kompen-
suje znaczne odksztatcenia pod-
toza wynikajace np. z duzych zmian

temperatury.

m Plastyczna - tatwa w obrébce.

® |dealna w robotach remontowych:
dtugi czas uzycia i korekty, szybkie
wigzanie.

= Ekologiczna — niskopylaca i nisko-
emisyjna w odniesieniu do substan-
cji szkodliwych — oznaczony znakiem
EMICODE EC1 PLUS R.

sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych
dodatkow

produkt 1-sktadnikowy

wzmocniony worek z uchwytem, 15 kg z wktadem polietylenowym
nr art./EAN 3773/7

w suchym miejscu, nie sktadowac¢ dtugotrwale w temperaturze powyzej +30°C

12 miesiecy
plastyczna
szary
Zuzycie/m?ok.:* Wydajnos¢ worka 15 kg, ok.:*
0,9 kg 16,6 m?
1,3 kg 11,5 m?
1,8 kg 8,3 m?
2,1 kg 71 m?
0,8 kg
od 1 do 10 mm

+5°C do +25°C

ok.
ok.

oK.
oK.
oK.

ok.
ok.
ok.

051
761

3 minuty
90 minut
30 minut

8 godzinach
8 godzinach
24 godzinach

<0,5mm
> 1,0 N/mm?
> 1,0 N/mm?

> 1,0 N/mm?

> 1,0 N/mm?

-30°C do +80°C
A2-s1,d0/A2fl-s1

* Na zuzycie PCI Nanolight® wptywa wielkoSc i struktura tylnej strony zastosowanej oktadziny oraz stopieri wyrdwnania podtfoza. W praktyce zuzycie moze

** Przy +23°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnosc¢ skracaja, nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc wydfuzajg

podane czasy.

*** Na podfozach o niskiej chtonnosci. W przypadku podtozy o normalnej chfonnosci czasy te moga ulec skréceniu o niemal potowe.
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Przygotowanie podtoza

= Minimalny wiek podtoza:

- jastrych PCI Novoment® M1 plus:
ok. 24 godziny;

- jastrych PCl Novoment® Z3:
ok. 3 dni;

- tradycyjna posadzka cementowa:
ok. 28 dni;

- tradycyjne tynki cementowe:
ok. 28 dni;

- beton: ok. 3 miesigce.

m Podtoze powinno by¢ réwne, zwarte,
nosne i czyste, tj. pozbawione wszel-
kich substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé.

m Do wyrownywania posadzek zaleca

Sposdb uzycia

Przygotowanie zaprawy klejowej

1 Wla¢ do czystego naczynia odpo-
wiednig ilo$¢ wody zarobowej. Wsypac
zawarto$¢ opakowania i wymieszacé
odpowiednim mieszadtem (maks.

400 obr./min.) do uzyskania jednorod-
nej, pozbawionej grudek, plastycznej
zaprawy.

2 Odczekac¢ ok. 3 minuty i powtérnie
krotko wymieszac.

Wyréwnawcze szpachlowanie
podtoza

1 Aplikacja analogiczna jak w przy-
padku szpachléwek cementowych.

Zalecenia i uwagi

= W przypadku wyklejania kamieni
naturalnych wrazliwych na odksztat-
cenia i przebarwienia nalezy uzy-
wac dedykowanych do tego zapraw
klejowych PCI Carrament® lub
PCI Carraflex®. W razie watpliwosci
co do wtasciwosci danego kamienia,
zaleca sie wykonanie probnego przy-
klejenia i na tej podstawie dobranie
odpowiedniej zaprawy klejowej.

sie uzycie masy poziomujacej PCI
Pericem®. Do rownania Scian i sufi-
téw oraz do punktowego rowna-
nia posadzek mozna uzy¢ mas
szpachlowych PCI Pericret®, PCI
Nanocret® R2, PCl Nanocret® FC
lub PCI Barrafill® 305.

m Silnie chtonne podtoza cementowe
nalezy zagruntowac¢ srodkiem PCI
Gisogrund® w rozcienczeniu 1:1 lub
1:2 z wodg albo PCI Gisogrund® OP
w rozcienczeniu 1:1 z woda. Podtoza
gipsowe zagruntowac nie rozcienczo-
nym srodkiem PCI Gisogrund® lub
PCI Gisogrund® OP.

2 W typowych warunkach po

ok. 5 godzinach na $cianach i po

ok. 24 godzinach na posadzkach

na wyszpachlowanym podtozu mozna
przykleja¢ ptytki.

Wyklejanie oktadzin

1 Najpierw gtadka strong pacy roze-
trze¢ na podtozu cienkg warstwe
kontaktowa.

2 Nastepnie odpowiednig pacg zebatg
nanies¢ (mozliwie w jednym kie-

runku) na swiezg warstwe kontaktowg
zaprawe klejowa. Nanosic tylko tyle
zaprawy, ile mozna obtozy¢ ptytkami

w czasie otwartym klejenia. Opuszkiem

m Do ptytek i mozaiki wykonanych
z przezroczystego szkta uzy¢ biatego
kleju (PCI Carraflex® lub PCI Pericol®
Flex White).

m Jezeli spdd okfadziny szklanej
pokryty jest materiatem wrazliwym
na dziatanie alkaliow, uzy¢ do jej
przyklejenia epoksydowej zaprawy
klejgcej PCI Durapox® NT plus.

® Na balkonach, tarasach, elewacjach,

m Podfoza niechtonne (np. stare farby
olejne, stare okfadziny ptytkowe,
lastryko, ptyty OSB, metal, PVC)
nalezy zagruntowac srodkiem PCI
Gisogrund® 404 lub PCI Gisogrund®
308.

m Podtoza drewniane i z materiatow
drewnopochodnych gruntowac $rod-
kiem PCI Wadian®.

m Maksymalna dopuszczalna wilgot-
nos¢ szczatkowa, mierzona metoda
CM, powinna wynosic¢ dla:

- podtozy cementowych: 4%;
- dla podtozy gipsowych: 0,5%.

palca kontrolowac¢ czas naskdrkowania
zaprawy.

3 Lekko posuwistym ruchem utozy¢
ptytki na zaprawie klejowej, docisnac

i ustawi¢ we wiasciwym potozeniu.

Spoinowanie

= Do wypetnienia spoin uzy¢ odpo-
wiednich zapraw spoinowych, np.
PCI Pericolor® Flex, PCl Nanofug®,
PCI Nonofug® Premium czy
PCI Durapox® NT plus.

m Spoiny dylatacyjne wypetni¢ wia-
Sciwymi uszczelniaczami, np.
PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 100.

ogrzewaniach podtogowych i Scien-
nych, w basenach ptywackich

i kgpielowych oraz w przypadku
oktadzin ptytkowych poddanych
wysokim obcigzeniom mechanicz-
nym (np. naciskom kot pojazdéw czy
podpdr ciezkich elementoéw wypo-
sazenia), nalezy zastosowac kle-
jenie metoda kombinowang lub

uzy¢ zaprawy ptynnowarstwowe;j
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PCI Pericol® Fluid, celem zapew-
nienia podklejenia min. 95%
powierzchni ptytki.

m Jastrychy z ogrzewaniem podtogo-
wym nalezy przed wyklejaniem okfa-
dzin ptytkowych podda¢ wstepnemu
wygrzewaniu.

® Plyty widrowe i ptyty OSB winny
mie¢ na $cianie grubos¢ min. 19 mm,
a na posadzce min. 25 mm. Nalezy
je przykreci¢ do legaréw nie rzadziej
niz co 40 cm. Ten maksymalny roz-
staw wkretéw obowigzuje w obu pro-
stopadtych kierunkach. Obwodowa
spoina dylatacyjna przy $cianach
winna wynosi¢ min. 8 mm. Styki ptyt
powinny by¢ sklejone.

m Przy uktadaniu ptytek w suchych
wnetrzach na starych okfadzinach

Wskazoéwki BHP

Zawiera cement. Mozliwe jest
wystagpienie podraznien skory,
ewentualnie poparzen $luzéwki (np.
oczu). Dziata draznigco na drogi
oddechowe. Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu - nalezy unika¢
kontaktu z oczami oraz dtugotrwa-
tego kontaktu ze skora. Nie wdychaé

Utylizacja odpaddw

Doktadnie opréznione opakowania po
produktach PCI oraz pozostate, nie
wykorzystane resztki produktéw nalezy
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

ceramicznych mozna zamiast grun-
towania wykona¢ na tych oktadzi-
nach warstwe kontaktowg z PCl
Nanolight®. Przed przyklejeniem
nowych ptytek warstwa ta musi ulec
utwardzeniu.

u Tezejgcej zaprawy nie rozcienczac
wodag, ani nie mieszac ze swiezg
zaprawa.

m Nie dodawac do zaprawy klejo-
wej zadnych substancji poza czystg
wodg zarobowa.

m Jesli nie ma innych wymagan, nalezy
zapewni¢ podklejenie zaprawg kle-
jowa min. 65% powierzchni ptytki.

m Przed spoinowaniem usuna¢ spo-
miedzy ptytek jeszcze w stanie Swie-
zym resztki zaprawy klejowej.

m Plyty termoizolacyjne moga by¢

pytu. Zanieczyszczone oczy prze-
my¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza. W przy-
padku kontaktu ze skérg natych-
miast zdja¢ catg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong
skore duzg iloscig wody z mydtem.
Nosi¢ odpowiednie rekawice

generalnie przyklejane metoda ,na
placki”, chyba, ze przewiduje sie

na nich dodatkowe warstwy materia-
tow. Wowczas konieczne jest przy-
klejanie petnopowierzchniowe.

m Przed przyklejaniem ptyt styroduro-
wych nalezy przetrze¢ ich spodnig
powierzchnie szczotkg druciang
w celu poprawy przyczepno$ci
zaprawy klejgcej.

® Nie stosowac do przyklejania ptyt
styropianowych na podfozach
bitumicznych.

= W przypadku klejenia ptyt termoizola-
cyjnych na sufitach stosowac¢ dodat-
kowe dyblowanie ich do podtoza.

® Narzedzia zaleca sie umy¢ woda
krétko po uzyciu, gdyz pdzniej
wymaga to wiecej wysitku.

ochronne oraz okulary lub ochrone
twarzy. W razie potkniecia nie-
zwlocznie zasiegnij porady leka-
rza — pokaz opakowanie lub niniej-
szg informacje o produkcie. Chronic

przed dzieémi.
Dalsze informacje znajdujg sie w karcie charak-
terystyki produktu.
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Serwis dla projektantéw

W sprawie doradztwa obiektowego

i dodatkowych informaciji nalezy zwra-
cac sie do regionalnych doradcéw
techniczno-handlowych PCI.

Przedstawicielstwo i dystrybucja
w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.0.

Dziat Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Srem

telefon 616366300

faks 6163663 14
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogodine
wytyczne stosowania produktéw. Rzeczywiste
warunki aplikacji na budowach moga odbiegac
od informacji zawartych w niniejszej karcie
technicznej. Z tego wzgledu Uzytkownik jest
zobowigzany do dokonania sprawdzenia
mozliwoéci aplikacyjnych produktu w innych
warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagan nalezy zasiegna¢
naszej porady technicznej.

Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych
kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie
razacego zawinienia (dziatania umysinego lub
razgcego niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy
ewentualnych roszczen z tytutu ogdélnych
przepiséw o odpowiedzialnosci za produkt.
Wydanie niniejsze traci aktualno$¢ z ukazaniem
sie nowego wydania karty techniczne;j.

Wydanie kwiecien 2017.



